半導體製程介紹
IC半導體製程技術與趨勢大解密
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國際製造工程學會(Society of Manufacturing Engineers,SME) 成立於1932年，總會設於美國Detroit；400多個分會分佈世界七十餘國，目前會員人數約60,000人，皆為世界各地的產業菁英，每年度發表的報告、年刊、期刊深受矚目，亦為各會員國政府產業發展的重要指南！為世界上在製造工程與管理領域，唯一且公認的權威性國際組織，其所頒發的嚴謹認證更代表國際通行的高標準認可！國際製造工程學會中華民國分會，有鑑於提昇國內產業競爭力，尤其電子產業根留台灣的核心技術製程能力，禮邀產學界資深講師，特別開授『半導體製程介紹』課程。為期2天，內容契合業界需求，奠定半導體製程能力基礎。深入淺出，讓非半導體製程專業工程師亦能一窺FAB製造技術之奧妙，並瞭解最新製程趨勢。
· 主辦單位：國際製造工程學會 中華民國分會 教育訓練中心
· 執行單位：亞卓國際顧問股份有限公司

· 開課時間：2010.08.21(六)-2010.08.22(日)       09:00~16:00
	課

程

說

明
	授課對象
	1.新進半導體製程、整合、設備工程師，欲有系統學習IC半導體製程  

知識與技術趨勢者。半導體、電子製造業及其上下游行業公司之產品客服人員、生產線 

2.工程師或組長、行銷人員、品管人員、工業工程人員、採購人員、專案管理人員…等。

3.欲進入半導體、電子產業之理工科系研究生及優秀大專應屆畢業學生。

4.大專以上理工背景之從業人員欲培養第二專長，為就業或轉職厚植實力，有志於向半導體、電子產業發展者。

5.資深主管欲瞭解整體電子產業上下游連結與技術趨勢，以提昇或尋求跨產業整合之能力與機會。

	
	課程效益
	快速進階的好管道: 系統化研習，由產業領導廠商、深受業界尊崇之名師主持。 直接汲取寶貴產業經驗快速轉成有效實用智識。

	
	課程大綱
	1
I.C. Fabrication overview (I.C. 製造整體觀)


- Basic Requirements : High Class Clean Room

2
Thermal Oxidation  (熱氧化製程)


- Liner Oxidation and Gate Dielectric Oxidation 

3
Diffusion (擴散製程)


- Furnaces, RTA, and RTP

4
Ion Implantation (離子植入製程)


- High Energy (H.E.), Medium Current (M.I.), and High Current 
(H.I.)

5
Chemical Vapor Deposition (化學氣相沉積製程)


- SiO2, Si3N4, SiOxNy, poly-Si, WSi2, and W CVD.

6
Etching (蝕刻製程)


- Wet Etching, 


- Dry Etching (SiO2, Si3N4, poly-Si, and Metal)

7
Lithography (微影技術製程)


- Photoresist (P/R) Coating, Exposure, P/R Developing, and P/R 
Baking

8
Metallization and Interconnection (金屬導線與連接)


- Al interconnect and Cu interconnects

9
Planarization & CMP process (平坦化製程)


- Oxide CMP, W CMP, and Cu CMP.

10
Device and Circuit Fabrication (元件與線路製造)

11
Summary

	
	授課師資
	SME專業講師


	課程資訊
	上課模式
	現場課程 or 全省網路數位非同步授課

	
	上課地點
	新竹現場-新竹科學園區或清華大學附近(課前3天以e-mail通知)

	
	開課時間
	2010.08.21(六)- 2010.08.22(日)    09:00~16:00

	
	報名方式
	報名方式：
E-mail–請上網下載報名表，
填妥後e-mail至reg@sme-edu.org.tw
線上報名- SME網址 http://www.sme-edu.org.tw


【接續下頁】
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	付款方式
	□ATM轉帳
	匯款/ATM 銀行：兆豐國際商業銀行  竹科新安分行 總行代號 017

帳號：020-10-60887-0  　戶名：國際製造工程學會 中華民國分會

	
	□即期支票
	抬頭：國際製造工程學會 中華民國分會（劃線並禁止背書轉讓）   

請寄到：『 30071新竹市光復路二段352號6樓(清華資訊大樓) 國際製造工程學會啟』

	
	■諮詢窗口：(03)5723200   ■會址：30071新竹市光復路二段352號6樓   ■E-MAIL：reg@sme-edu.org.tw 


會員編號：         填寫完畢請傳真至本學會FAX：(03)572-3210  或上學會網站報名http://www.sme-edu.org.tw
	
	2010.08.21(六)- 2010.08.22(日)半導體製程介紹


	報名表
	姓    名*
	
	性      別
	
	英文姓名*
(考照者需要)
	

	
	身份證字號*
(外籍人士請填護照號碼)
	
	出生年月日*
	
	專業科系
	

	
	公司/單位*
	
	部門及職稱
	
	E-MAIL*
	

	
	電   話*
	
	行動  電話*
	

	
	地   址*
	

	
	學    歷
	□博士  □碩士  □大學  □專科  □其他    科系:____________

	
	團體報名
	聯絡人姓名：           電話：           E-mail：             

	
	訊息來源
	□E-mail □SME網站□SSI網站 □104教育網 □1111教育網 □亞太教育網 □電子時報

□園區生活□中時電子報 □朋友 □其他:________

	
	收據抬頭:
	統一編號:

	
	【新竹】現場課程
	一般註冊費
	SSI會員或提早兩週完成繳費或兩人以上同行
	（SSI會員且提早兩週完成報名繳費）或三人以上同行

	
	
	□NT$6,000
	□NT$5,700
	□NT$5,400

	
	數位網路非同步
	□NT$4,800 (自家網路上課)
※網路數位課程 學員預定上日期：     年     月     日 至     年     月     日

現場每門6小時課程, 線上安排7天的學習時間, 由學員自選開始時間。

	
	(Total)總計以上價格不含學員個人付款之郵電與相關匯款費用


【注意事項】

‧取消/延期：請務必在上課5天前通知，否則報名單位仍須負擔全額的教育訓練費用。
‧本學會保留修訂課程、中斷課程及未達最低開課人數時取消課程之權利。
‧若退費因素為學員個人因素，且於上課前5天通知，退費時扣除手續費10%。
‧若退費因素為學會課程取消或延課因素，學會則負擔退費之手續費。
‧學會保留因故調整課程時間. 並通知已報名學員知悉。

‧報名認證系列課程學員有效限修期限為兩年.請學員知悉 。

‧.費用含教材講義茶水、現場課程午餐但不含認證考試費用。
   考照及專題輔導費用另計洽詢專線：03-5723200。

‧需報帳者，請務必填寫「公司抬頭」及「統一編號」欄位，以利開立收據作業。

‧* 項目 務請填寫以利行前通知或有臨時注意事項時聯絡。

‧.團報時每人仍需填一份資料，並加註團報聯絡人聯絡資料。
  ‧網路上課請自備相關硬體設備
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